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M Total revenue (P&L), in million euro
B Grant from the Goverment, in million curo
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3200 m2 Clean Room
300 mm wafer size

< 32nm CMOS process
development

4800 m2 Clean Room
1750 m2 Class 1

200 mm wafer size
130nm CMOS pilot line, MEMS,

packaging & interc., PV, bio, ... Total: 8000 m?2 Clean Room
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R&D cost

Short term
Applications "o

¢ Long term
Exploratory

Universities
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1. Avoiding IP blocking for our Partners
2. Securing IP Rights for our Partners
3. Enabling Publications

Tools:
Use of (selective) Patenting
Carefully designed IP model
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MAIN MESSAGE
Finding the Right Balance in IP Rights

By understanding the goals of the different
Partners

By understanding the position of the contract in
the R&D Life Cycle

This is not about money!

This is about maximizing transferabilitpf R&D into the
market!

Fair and reasonable compensation is often not a lca®w

| e




$

) 0 )3 0 3

2 *)*+ 8*
2 )3 +1+3 , 0 3 #
"$95 o " 12
" PPPP
o )*) ) 00--0 -0
)
o2+ )
#
2 )3 0 )3
2 ),0) -0 + )3 0
2 )58+ +) )3 +
B
"0 ) +++( 1)+
2 )3 -0%) *) ) Q
) 1+ )
2 )0 ,
: ( *)30) +)* )
2 )3 N) ) 0%)+
++)- 1 +*
++)- 3) 1+ , &,& 3++ ) + ) 8
. , 3) 5,&& ) 5 (
2 )3 0 + * *+ Q
) 3) ) t ) S+ )Q
) 1+ * &,& ,0 3)) 0,
2 )3 -0+ )
)1+ )0

B




) ) '+ 0

v ) 3) 31+ ) * )
0)+), +,) )
1(0 )+ ,53+)- T+ ) 0 0)+),
0)+), - ,4 ,3 3 1+ ) y1-
0 )Y+ +)30 34
$))5* ) 0)¥), ) 0 ) 0) +),
2 ) *+
) 33 *+
+)) 33 V4% +< ) )
#R = 1 #
&
0, H++1) ) ) +
*), 51 ++1) )
0)f), 3))5+ , &&*5)33
9 ' (
5+ ,3)0 1) "
0)4), 3 4N) 04 ++
%
5+ .3) ) ) o+ )
()-50)- + S, )+ *

11&




)* )3+ * o+ 1+
+81+ && , 1+ 31+ O '
* J3N) )- 0* -0 0)-

)3) -+, ) ) ))+ 0)+ ),
*)+§+ "+ )3 ))) * 5)33
) )) 0+, 0 0 3

) ) + (, 1) |
)30 1+ ,%)3 )+ 0 + ,
* 4)5 +)0* 1) )5

4) +*)3
3

+ )
2 #),5
2 0, (
2 % 0)0 @ M)
2 1, 5)0T*)3 )+U

) 3
2 #),#3 +
2 ) 4+ *N 21 ) ) *0
2 23) 0 3+1  +
2 N+3) 1+, 0)+), 3 ) 0)-
2 + ) T*)*+ U )3) L
2 ) +3 N+ ) 8

1%




) 21 9 &&&&
) 3) 5 <
) S+ )*) + )
) #())0 #- *1+ *)+ J) * )
) ++ 0% ) +
+4 (1 2)*+ -0) 4 ( 43 5+
) 5+
) ' ) ) +
) () )+ o ) M
)
) ,
* 0)3,) 9
) )
) . <)+S )
@
) 3)N) )- 0*))*+ 4 + D)t
-8 ) 0 8+
0)# ,
0’0)
- 0)*0
.)1 '# |
e G+ ,
cH#H 1+ M
S+ 3))

G




IE




